


More Slim More Beautiful

세계 최초로 다운 스프레이 방식의 식각 공법을 개발하여,
디스플레이 산업의 혁신을 가져온

▶ 토지면적 : 16,438㎡(4,972평), 건물면적 : 12,340㎡(3,733평)

글로벌 NO.1 초박판 글라스/메탈 가공업체

ECONY KR
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국내 : 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업5로 10-21,
해외 : Lot CN.01, Yen Lu Industrial Park, Yen Dung Ward, Bac Ninh Province, Vietnam

ECONY SITE



� 폴더블 IT기기 Inner-Hinge용 Multi-Plate

고객사 생산기지 최근접(베트남 타이응웬 등)으로 영업 및 물류 효율화
인건비성 원가절감으로 글로벌 경쟁력 구축 및 글로벌 Set Maker 타겟 영업 전개
글로벌 폼펙터 산업 성장에 대비하여, Capa 확보 및 현지 기술력 & 네트워크 축적

   - SUS, CFRP, Titanium 양산 가공라인 Set-up 완료
� 폴더블 IT기기용 UTG Processing
   - UTG & Glass-Plate Etching/가공라인

A동(Multi-Plate 제조라인) B동(Glass Etching/가공 제조라인)

베트남 박장성 옌루공단 공장 준공 : 2024년 9월

Global No.1 Advanced Etching Solution 02

B동

A동

▶ 토지면적 : 56,000㎡(16,940평), 건물면적 : 21,809㎡(6,600평)
ECONY VINA



ECONY History

(주)이코니 설립
증착용 Metal Mask Ass’y 개발

설립 및 태동기

2003.03

기업 부설 연구소 설립
2005.08

INNO BIZ 기업 인증
2006.05

직하방식의 식각 장비  특허 등록
2008.09

2공장 건축 완료 및 양산진행

성장기 (TFT-LCD 식각)

2009.09

아이폰 아이패드용 TFT-LCD 식각 사업화
2010

차량용 Display 커버글라스 AG/AR/AF 사업화
게이밍 모니터용 Curved Display 사업화

2014

TGV 기술 개발(Through Glass Via)
2017

UTG 원장 & CELL 개발 
2019
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A MORE FLEXIBLE TOMORROW

UTG 원장 양산 식각 사업화
초박형 유리 가공방법 특허 출원

전환기 (폴더블 폼팩터 BIZ)

2020.02

하이브리드 OLED 식각 개발
2021

Multi-Plate 기술 개발
Glass-Plate 기술 개발

2023

베트남 법인 진출

도약기 (요소기술 활용 사업확장)

2024.02

Multi-Plate 양산 예정
Micro LED TV용 TGV 기술 개발

2025

TGV 양산 계획
UTG CELL 양산 계획

2027
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▶ 30㎛~120㎛ 수준의 유리를 일정한 두께로 재현하며, 깨짐없이 접을 수 있는 공정 정밀도 확보

IT 기기내 디스플레이 커버 원도우

0.03mm
(30㎛)

UTG(Ultra Thin Glass)

UTG Processing
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적용분야 : IT기기 DISPLAY COVER GLASS

UTG 확장성

기술

FLEXIBLE
UTG

스마트폰

01

적용분야

기술

적용분야

기술

적용분야

기술

적용분야

LARGE-SCALE
FLEXIBLE UTG

태블릿, 노트북

02

BENDABLE
UTG

차량용 디스플레이

03

SLIDABLE
UTG

스마트폰, 태블릿,
모니터, TV

04

UTG

UTG

0.1mm
(100㎛)
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UTG Cell

100㎛(T) = 1.5R 구현 가능ECONY 대면적(20”급) UTG CELL 기술개발 완료

UTG CELL 특징

UTG CELL SPEC

 평가항목(Spec) 단위 Spec

두께 균일성(Size 공차) ㎛ ±2.5㎛

두께 ㎛ 30~120㎛

CS(압축응력)강화 ㎫ 700↑

DOL ㎛ 10㎛±2㎛

Folding 회 40만회

90um 곡률반경 mm 1.1R 이하

100um 곡률반경 mm 1.5R 이하

40만회 이상 폴딩 테스트 통과

UTG 가공 공정 PROCESS 개발

타사

1

2

3

4

5

6

7

8

원장 준비

원장 적층

Wheel
Cutting

Edge
Routing

Grinding
(3 step)

Wheel
Cutting

Polishing

분리/박리

원장 준비

Resin 
Coating

Cell
Cutting

LASER

Cell 적층

Edge
Chamfer

Resin
분리/박리

공정 간소화

자동검사 시스템

UTG CELL 적층 기술

최적의
Bending Shape 구현

수율 확보

두께, 표면 Defect 자동 검출

생산성 향상

Edge Healing을 통한
‘C형상’ 가공 기술

Glass

화학적 EDGE HEALING
Micro Defect 제거 기술

Flaws

Chemical
Polishing

Defect Relaxation

Compressive stress layer

Glass



TGV
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적용분야 : 첨단 반도체 패키징 분야(AI, HBM, CHIPLET 등)

▶ Glass별 전용 Etchant 개발 및 Simulation을 통한 Hole 확장에 최적화된 Etching Process 개발
Laser Modification 진행 후 ECONY만의 Etching Know-how를 통한 Hole 확장 기술 적용

차세대 반도체 유리기판 TGV(특장점) 

GLASS CORE SUBSTRATE

글라스 메이커 · 종류별 
전용 에천트 개발 기술 보유

최적의 Hole 형상 구현

대면적 장비 보유 Glass 맞춤 약액 기술

Core기판에 최적화된 대면적
전용장비 구축으로 고품질 실현

Max size : 510 × 515mm

GLASS INTERPOSER

박판유리에 최적화된 특수 카세트를
개발하여 무단차로 식각 가능

대량 양산 시스템 구축 무단차 공정 기술 개발

대량 생산에 최적화된 다운스프레이
식각 공정을 통해, 1카세트 기준 최대

40매 이상 대량 생산 가능
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GLASS EDGE부 
MICRO DEFECT 제거 기술

(UTG 보유기술)

HOLE 내부
MICRO CRACK 제거 기술  

차세대 반도체 유리기판 TGV(기술 차별성)

화학적 Edge Healing
후 가공 진행 시 TGV 파손을 최소화 하기 위한

Chemical  Edge Healing Solution

Glass

Flaws

Chemical
Polishing

Defect Relaxation

Compressive stress layer

Glass

EXCELLENT SURFACE
SMOOTHNESS

60.6㎛

56.5㎛

타사 제품

TO
P 
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50.5㎛

51.6㎛

세와레(SeWaRe) Issue
Via Hole 내부 Micro crack 발생으로

후속 공정 진행 시 균열 확장되어
세와레(SeWaRe) Issue 발생

세와레 현상(TGV with ABF)

CRACKS

HIGH ASPECT RATIO 우수한 진원도

외경·내경 비율 : 약 93%
일자(Straight)에 가까운 Via Hole 형상

구현 가능

원형에 가까움
원형에 가까운 Via Hole 구현
Top & Bottom 진원도 유사함



Multi Plate
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적용분야 : FOLDABLE INNER HINGE(BACK PLATE) 

ITEM

1. Material

2. Size

3. Thickness

4. Pattern Width

5. Hole Width

6. Half Depth

7. Half Width

8. Etching Amount

9. Target Etch Rate

SPEC

Grade 2/ Grade 4

Any Size

120㎛

140~200㎛

90~150㎛

40~70㎛

150~250㎛

130~160㎛

36 ↑(=120um / 4min x 1. 2)
(DS, ㎛/min) ※ 1.2 : 안전계수

▶ Titanium / SUS / Almag 등의 소재에 대한 다양한 에칭 가공 및 약액 조성 기술 확보, 
    공정 인라인 및 자동화 기술개발 완료 (Titanium 소재 핵심기술 : SUS 에칭 기술 + 약액 조성 운영)

Total Solution Provider (약액조합 + 구조 설계 + 자동화 공정) 

Metal Etching SPEC 래티스(Lattice) 에칭 구조도

가공 영역 기술 차별성

OK

Titanium SUS Almag

CFRP

- 기존 타사 대비 식각 면의 높은 직진성

Taper Taper

타사 제품

-  우수한 진원도 구현 기술(Titanium)

타사 제품
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1. New ITEM : 카메라 모듈용 보강판

보유설비(ECONY VINA)

2. New ITEM : 롤러블 디스플레이용 내장힌지

SUS Back-Up Plate

SUS Back-Up Plate

Rollable Display

Multi Plate 적용분야 : CAMERA MODULE BACK-UP PLATE & ROLLABLE DISPLAY BACK-PLATE  

1.
2.

Back-up Plate : 카메라 모듈 FPCB 방열 및 지지대로 Pattern Etching 기술 최적화   
Back Plate : 대면적 SUS 전면 Lattice 구조 및 Rolling성에 필요한 Pattern Hole, Thickness 최적화

- 베트남 현지 라인 Set Up(개발/양산 대응) 완료 / Lattice 구조 자체 설계 및 Artwork 가능

Total Solution Provider (약액조합 + 구조 설계 + 자동화 공정) 

FPCB
Double-sided tape

SUS316(back-up plate)
Polyimide film

Etching Line (Titanium, SUS 에칭라인 구축)

Sanding Line (CFRP)



Glass Plate
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적용분야 : FOLDABLE INNER HINGE(BACK PLATE)

▶ 기존 Inner Hinge 소재를 대체하는 Glass Plate 개발 완료
Laser 가공, 식각액 조성, Glass 식각에서 다년간 습득된 공정 Know-How로 완성

대면적(20”급) Glass-Plate 기술개발 완료

ITEM

1. Material

2. Size

3. Thickness

4. CS / DOL

5. Pattern Bridge

6. Pattern Width

7. Hole Size

8. 적용

SPEC

Any Glass

Max. 20"

50~200㎛

600~800㎫ / 7~18㎛

±30㎛

±10㎛

Min. 0.3Φ

Fold/Flip/IT 기기

Glass-Plate SPEC

Glass-Plate 장점
박판화 쉬움

높은 표면 강도

온도 변화에 대한 안정성

전기 절연성과 내부식성

우수한 내화학성

저렴한 단가

재료 수급 용이

수십 ~ 수백㎛ 두께까지 균일하게 가공 가능

화학강화를 통해 높은 표면강도 확보(일반유리 4~5배)

열 안정성 우수하며 최대200℃ 까지 견딜수 있음

유리는 우수한 전기 절연체이며 내부식성이 뛰어남

화학물질에 잘 반응하지 않아 내화학성이 매우 우수
(실험기구, 화학공정, 의료기기 등에서 널리 활용됨)

기존 식각 장비(Top-down spray)를 활용한 대량생산 용이함

전 세계적으로 안정적인 수급망과 낮은 가격 변동성

세부 설명

이코니 vs 타사 가공성 비교

- 타사(중국) 대비 우수한 식각 엣지면 품질

타사 제품

-  우수한 진원도 구현 기술

타사 제품

Size: 128×150mm Size: 280×400mm
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초미세홀가공 0.3Φ 홀 구현

프리사이즈로 고객사 맞춤 대응 가능

레이저, 식각, 화학강화 공정 보유/ 다양한 변수 대응 가능

     주름없이 평평한 Lattice 구조 형성

Bending : 0.3R

대면적(20”) 개발 완료

전 공정 내재화

Lattice 구조 형성

최적의 R값 특성 확보

기술 차별성

래티스 구조 : 주름 O 래티스 구조 : 주름 X

- 초정밀 미세 가공기술(0.3Φ 홀 구현), 우수한 진원도 및 직진성 구현 가능

- ECONY 자체 패턴설계 노하우 및 화학강화 기술력 : 주름 없이 평탄한 Lattice 구조 구현 가능



AG/AR/AF
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적용분야 : MULTIFUNCTIONAL COVER GLASS

구현 가능 SPEC

기술 적용 분야

▶ 독자적인 화학 기술로 Glass에 직접 AG(Anti Glare) 처리를 함으로써, 표면강도와 AG 효과의 내구성 향상
▶ Sputter/E-Beam을 통한 AR(Anti Reflection), AF(Anti Finger-print)를 적용하여 시인성 향상과 내지문성 구현

AG/AR/AF Technology

Anti-Glare Reflection(%) vs WavelengthAnti-Glare & Anti-Reflection

5

4

3

2

1

0
350 450 550

Wavelength(mm)

Re
fle

ct
io

n(
%

)

650 750

Vehicle Display TV

IWB

Before AG+AR+AF

표면처리 전후 비교

사용자에게 편안한 시인성을 
제공하여, 차량 전장의 고급화에 기여
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기술 적용 분야

Fine Pattern Glass 적용분야 : OLED CAP GLASS, BIOANALYSIS CHIP, SENSOR

▶ 기계적 가공(CNC)과 Chemical Etching 가공 기술 조합 : Glass 종류에 따른 맞춤식 초미세 정밀 가공 
▶ Glass Maker와 연계하여 약 100여종의 특수유리 가공 기술 보유

특수 유리 정밀 가공 분야 사업확장

차량, IT 센서 분야
RF스위치 릴레이, 압력센서, 자이로센서, 
가속도센서, 이미지센서, 스마트폰 백커버, 
산업용감지센서 등

LED/CMOS/OLED Cap Glass
Cavity 바닥의 투명화: 레이저/LED광을 
왜곡없이 투과, 자유로운 형상 가공이 
가능하며, 기계가공과 비교시 가공부위
투명성을 유지하는 특성 보유

메디컬(바이오), 미용 분야
DNA 분석칩 / 화학센서, 미생물 검출 센서용
바이오 리액터 등에 적용,
Nail Shinner 및 Scriber



국내 
해외

경상북도 구미시 산동읍 첨단기업5로 10-21    T. 054)470-5260   F. 054)471-5210   E. info@econy.co.kr
Lot CN.01, Yen Lu Industrial Park, Yen Dung Ward, Bac Ninh Province, Vietnam    T. +84-342-289-558

econy.co.kr


